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НГТУ.  АВТФ.  Кафедра  ВТ.  Преподаватель:  к.т.н.,  ст.н.с.,  доцент  Киселев А.Г.

Предмет:  "Автоматизация  проектирования  вычислительной  техники"  (АП ВТ).

	Вопрос
	Варианты  ответов
	№

	1  Matlab имеет очень широкую специализацию благодаря
	1 Интерфейсу с другими системами
	

	
	2 Встроенной поддержке языка Си
	

	
	3 Использованию внешних подключаемых модулей, расширяющих функциональные  возможности  моделирования  схем  (систем, процессов) 
	

	
	4 Использованию современных средств для работы с матрицами
	

	
	5 Отсутствию конкурентов в данной области
	

	2  Что такое Simulink
	1 Язык программирования,  расширяющий функциональные  возможности Mathlab 
	

	
	2 Надстройка для Matlab, позволяющая работать с географическими данными
	

	
	3  Конвертор программ Matlab в код на языке Си
	

	
	4  Программа для Matlab, - интерактивная  среда  для  моделирования  и  анализа  динамических  систем  
	

	
	5 Оболочка для Matlab, расширяющая набор математических функций
	

	3 Для каких целей не может использоваться Matlab
	1 Для сложных  математических вычислений
	

	
	2 Для анализа данных  по  результатам  моделирования
	

	
	3 Для работы с графической  информацией  представления  результатов
	

	
	4 Для разводки печатных плат
	

	
	5 Для описания  элементов  в  виде  четырехполюсников  
	

	4 Главной особенностью языка Matlab является его ориентированность на
	1 Работу с матрицами  ("матричная  лаборатория")
	

	
	2 Функции ввода/вывода,  линейную  алгебру
	

	
	3 Статистические функции
	

	
	4 Работу с комплексной арифметикой
	

	
	5 Объектно - ориентирование программирование
	

	5 Как  наиболее  характерно  строится  схема  модели  в  среде  Simulink
	1 С помощью языка Си подключаются библиотеки моделей, из которых используются только те функции, которые необходимы для построения схемы 
	

	
	2 Из стандартных блоков, которые  берутся  из  библиотеки  моделей, строится готовая схема методом drag-and-drop, 
	

	
	3 Модели  создаются в MathCAD, а затем  используются без модификации
	

	
	4  Нельзя строить схему из отдельных кусков (моделей), т.е. используется только функционально законченная модель устройства
	

	
	5 Simulink не используется для моделирования
	

	6 Можно ли в Simulink создавать собственные модели
	1 Только за отдельную плату  через  автора  системы (отдельная  поставка)
	

	
	2 Да, но  только при помощи  системы  MathCAD  (экспорт  моделей) 
	

	
	3 Да, с помощью специальной программы  Matrix
	

	
	4  Нет, только  задание  параметров  имеющимся  моделям  в  библиотеке
	

	
	5  Да, перенося компоненты из библиотеки в новую модель и соединяя их с помощью мыши
	

	7 Можно ли менять параметры моделей в Simulink
	1 Нет,  параметры  моделей  берутся  из  библиотеки
	

	
	2 Можно изменять параметры модели  даже в  момент выполнения моделирования
	

	
	3 Да, только непосредственно перед моделированием схемы
	

	
	4 Да, только используя специальную программу-надстройку  из  Matlab
	

	
	5 Да, но  только приостановив процесс моделирования
	

	8 Что  входит  в  состав  Matlab 
	1 Язык Matlab,  библиотека математических функций
	

	
	2 Язык Matlab,   граф. система  для визуализации  2D и 3D  данных
	

	
	3 Язык Matlab,  библиотека математических функций, граф. система  для  2D и 3D
	

	
	4 Язык Matlab;  библиотека математических функций, библиотека, позволяющая писать программы на Си 
	

	
	5 Язык Matlab, граф. система  для визуализации  2D и 3D  данных, библиотека математических функций, библиотека, позволяющая писать программы на Си
	

	9 Сколько блоков  можно использовать при построении схемы  в Simulink
	1 Не  более 2500
	

	
	2 Число блоков и связей в модели не ограниченно.
	

	
	3 Не  более  1000
	

	
	4 Только один  в  одной  схеме,  с  последующей  детализацией
	

	
	5 Это зависит от сложности схемы,  но  не  более  5000  в  одной  схеме
	

	10  Какого пакета нет в базовой  поставке  Simulink
	1 Для работы с географическими картами
	

	
	2  Для моделирования СВЧ- устройств (СВЧ- схем)
	

	
	3  Для цифровой обработки изображений
	

	
	4 Для решения финансовых задач
	

	
	5 Для работы с географическими картами,  для решения финансовых задач
	

	11  Что такое Serenade 8.0?
	1  Операционная система
	

	
	2  Программа создания музыки
	

	
	3  Программа переводчик 
	

	
	4  САПР
	

	
	5  Аппарат создания фотошаблонов
	

	12  Для чего предназначена Serenade 8.0
	1  Создание PLIS-структур
	

	
	2  Разработка высокочастотных схем
	

	
	3  Создание фотошаблонов
	

	
	4  Только моделирование СВЧ  устройств
	

	
	5  Создание чертежей и конструкторской документации
	

	13 САПР Serenade 8.0 позволяет
	1  Моделировать ВЧ системы
	

	
	2  Моделировать электромагнитные поля планарных структур
	

	
	3  Моделировать линейные и нелинейные схемы
	

	
	4  Только 1 и 2
	

	
	5  1, 2 и 3  
	

	14 САПР Serenade 8.0 позволяет проектировать печатные  ВЧ/СВЧ-  структуры
	1  Только однослойные
	

	
	2  Не позволяет вообще
	

	
	3  Только двухслойные или однослойные
	

	
	4  Многослойные  структуры
	

	
	5  Только одно- и двухслойные, с возможностью применения еще дополнительно 1 вспомогательного слоя
	

	15 САПР Serenade 8.0 позволяет моделировать
	1  Только цифровые ВЧ схемы
	

	
	2  Только аналоговые и цифровые ВЧ схемы
	

	
	3  Аналоговые, цифровые ВЧ схемы, а так же беспроводные
	

	
	4  Любые ВЧ схемы, кроме беспроводных
	

	
	5  Либо аналоговые, либо цифровые, в зависимости от конфигурации САПР
	

	16 При использовании компонентов для создания схем в САПР Serenade 8.0 их параметры
	1  Задаются вручную
	

	
	2  Высчитываются автоматически
	

	
	3  Задаются вручную, но есть возможность высчитывать их автоматически
	

	
	4  Фиксированы
	

	
	5  Фиксированы, однако их можно изменить в небольшом пределе (не более 5%) 
	

	17 Совместима ли система Serenade 8.0 c другими САПР
	1  Нет
	

	
	2  Совместима со всеми известными САПР
	

	
	3  Совместима только с САПР P-CAD
	

	
	4  Cовместима с САПР СВЧ. 
	

	
	5  Совместима только с САПР AutoCAD
	

	18 Как осуществляется ввод моделируемых систем в Serenade 8.0
	1  Из средств автоматического размещения Serenade
	

	
	2  Из  DFX-чертежей (AutoCAD)
	

	
	3  С помощью специализированного редактора, ориентированного на использование с Ensemble
	

	
	4  1 и 3
	

	
	5  1, 2 и 3
	

	19 Что является результатом анализа построенной схемы в САПР Serenade 8.0.
	1  Функциональная схема
	

	
	2  Разведенная печатная плата
	

	
	3  Отчет об ошибках и пути их исправления предложенных САПР Serenade
	

	
	4  Характеристики схемы в виде всевозможных графиков, таблиц и диаграмм
	

	
	5  Конструкторская документация
	

	
	
	

	20 САПР Serenade позволяет рассчитать
	1  Только характеристики поля на разной удаленности от проводника
	

	
	2  Только дозу альфа и гамма излучения и 1)
	

	
	3  Только поверхностные токи
	

	
	4  Поверхностные токи, характеристики поля на разной удаленности от проводника. 
	

	
	5  Дозу альфа и гамма излучения, поверхностные токи и хар-ки поля на разной удаленности от проводников
	

	21  Что такое технологический контур?
	1 Это частичное решение задачи о размещении элементов, выполненное на  плате
	

	
	2 Это некоторый рисунок и/или текст, выполненные за периметром печатной платы
	

	
	3 Это некоторый рисунок, выполненный на печатной плате
	

	
	4 Это совокупность информации о кодировании связей, выполненный на  плате
	

	
	5 Это некоторый рисунок, выполненный по периметру печатной платы
	

	22  Технологический контур не может включать в себя ...
	1 Некоторую числовую и буквенную информацию (маркировку).
	

	
	2 Систему реперных знаков (если это необходимо).
	

	
	3  Удлинение некоторых контактов с поля печатной платы
	

	
	4  Точки для сверления базовых отверстий, для закрепления платы на станке
	

	
	5 Добавление некоторых контактов к имеющимся на поле печатной платы
	

	23 Какая из последовательностей построения фотошаблона правильная:
	1 На пленке, а затем переносится на стекло, а с него на заготовку 
	

	
	2 На стекле, а затем переносится на пленку, а с нее на заготовку
	

	
	3 Фотошаблон рисуется на стекле, а затем переносится на заготовку
	

	
	4 Строится только на заготовке 
	

	
	5 Фотошаблон рисуется на пленке, а с нее переносится на заготовку
	

	24 
[image: image1.wmf] 

0.05

 


	1 На рис. показано значение погрешности фотошаблона 
	

	
	2 На рис. показано значение минимального гарантированного пояска
	

	
	3 На рис. показано значение ширины трассы
	

	
	4 На рис. показано значение зазара  между  контактными  площадками
	

	
	5 На рис. показано значение радиуса окружности при расчете погрешностей
	

	25 Минимальный гарантированный поясок рассчитывается так:
	1 А5= ((усадки
	

	
	2 А5= ( (4 ( (усадки
	

	
	3 А5= ( (4 + (усадки +(2
	

	
	4  А5= ( (4 - (усадки
	

	
	5 А5= ( (4 - (усадки /20*100%
	

	26 Чем ограничено уменьшение диаметра конт. площадок Dmin
	1 Плотностью монтажа
	

	
	2 Погрешность технологического контура и сверлильного станка
	

	
	3 Минимальным гарантированным пояском
	

	
	4  Шагом сетки
	

	
	5 Шириной трассы
	

	27 Погрешность технологического контура и сверлильного станка :
	1 ( =25.7mm
	

	
	2 (4 = ( 0.03
	

	
	3 А5= ( (4 - (усадки
	

	
	4 S=24,48 
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	5 µ=0.12%
	

	28 При использовании полиэмидных пленок:
	1 Все контактные площадки преимущественно прямоугольного типа
	

	
	2 Все контактные площадки преимущественно круглого типа
	

	
	3 Все контактные площадки преимущественно шестиугольного типа
	

	
	4 Все контактные площадки преимущественно восьмиугольного типа
	

	
	5 Все контактные площадки  любого типа
	

	29 Сколько корпусов DIP14 можно разместить на полиэмидной пленке разм. 80(60 мм
	1 Можно разместить 2549 микросхем 
	

	
	2 Можно разместить  до  90 микросхем (бескорпусных)
	

	
	3 Можно разместить 900 микросхем 
	

	
	4 Можно разместить 5 микросхем  (корпусных)
	

	
	5 Число  размещаемых  микросхем  задается  (определяется)  трассировщиком  печатной  платы  и  больше  ничем  не  ограничено
	

	30 Что характеризует показатель плотности трассировки  печатной  платы ?
	1 Число всех типов контактов, приходящихся на 1 кв. см площади платы при условии 90%  трассировки
	

	
	2  Число половины типов контактов, приходящихся на 1 кв. см площади платы при условии 100%  трассировки
	

	
	3  Число всех типов контактов  (включая  контактные площадки  переходных  отверстий),  приходящихся на 1 кв. см площади платы 
	

	
	4 Число всех типов контактов (без  учета  контактных площадок переходных  отв.), приходящихся на 1 кв. см площади платы при условии 100%  трассировки 
	

	
	5 Число всех типов контактов, приходящихся на 1 кв. см площади платы при условии 97%  трассировки 
	

	31  Система  Eleсtronics Workbench  предназначена для
	1 Разработки  высоко-частотных систем
	

	
	2  Автоматизации инженерно – графических работ
	

	
	3 Редактирования принципиальных схем, моделирования, тестирования, разработки     и  отладки электрических цепей
	

	
	4 Разработки печатных плат
	

	
	5 Проведения сквозного цикла- сквозная САПР
	

	32 Отличительная черта Electronics Workbench по сравнению с др. сист. моделирования
	1 Минимальное время освоения, максимальная простота и наглядность 
	

	
	2 Задание входных сигналов, как цифровых, так и аналоговых, по точкам  (сигнал произвольной формы)
	

	
	3 Генерация схемы по заданному алгоритму работы
	

	
	4 Учет температурного режима при моделировании
	

	
	5 Недостаточная по объему библиотека элементов
	

	33 Имеет ли Electronics Workbench  возможность взаимодействия с другими САПР
	1 Да,  с  системой  AutoCad
	

	
	2 Да,  с  системой  OrCad
	

	
	3 Да,  с  системой Компас
	

	
	4 Да, со всем  перечисленными  системами  в  п.п. 1, 2, 3
	

	
	5 Нет, не имеет  взаимодействия  с  системами  по  п.п. 1, 2, 3
	

	34 Система Electronics Workbench ...
	1 Позволяет работать только с цифровыми схемами
	

	
	2 Позволяет работать только с аналоговыми схемами
	

	
	3 Состоит их двух независимых частей- с помощью одной половины можно работать с аналоговыми устройствами, с помощью другой- с цифровыми
	

	
	4 Позволяет работать и с аналоговыми, и  с цифровыми, и со смешанными (аналого-цифровыми) устройствами
	

	
	5 Позволяет работать только с теми моделями, которые создает разработчик на внутреннем языке 
	

	35 Система Electronics Workbench  представляет собой
	1 Средство программной разработки и имитации электрических цепей
	

	
	2 Средство разработки печатных структур
	

	
	3 Средство разработки печатных плат
	

	
	4 Систему 3D- моделирования
	

	
	5 Систему цифровой обработки изображений
	

	36 Как наиболее характерно строится схема модели в системе Electronics Workbench
	1 Схема кодируется на специальном языке
	

	
	2 Данная система вообще не предназначена для моделирования
	

	
	3 Нужные компоненты «перетаскиваются» с панели компонентов и соединяются друг с другом проводниками
	

	
	4 Для каждого компонента пишется модель на языке VHDL, затем компоненты соединяются проводниками
	

	
	5 Нельзя строить схему из отдельных компонент, используется только функционально законченная модель устройства
	

	37 Достоинство Electronics Workbench по сравнению с др. сист. моделир.
	1 Генерация схемы по заданному алгоритму работы
	

	
	2 Учет температурного режима при моделировании
	

	
	3 Наличие гибкого, быстро осваиваемого языка для написания моделей элементов
	

	
	4 Использование виртуальных приборов
	

	
	5 Моделирование СВЧ-устройств
	

	38 Под виртуальным прибором в Electronics Workbench понимается 
	1 Измерительный прибор, позволяющий наблюдать процесс в статике
	

	
	2 Измерительный прибор, позволяющий наблюдать процесс в динамике
	

	
	3  Задающий прибор (генератор и т.п.)
	

	
	4 Прибор, имеющий внешний вид и органы управления,  полностью  имитирующие свой прототип
	

	
	5 Задающий и измерительный приборы, позволяющие наблюдать процесс в статике и динамике
	

	39
	
	

	40
	
	

	41  Назовите текстовый  КД  для  "строгой"  приемки  РЭА :
	1 Таблица параметров;
	

	
	2 Технические условия; 
	

	
	3 Паспорт;
	

	
	4 Инструкция по эксплуатации;
	

	
	5 Формуляр;
	

	42  В  документе  ТО   описывается : 


	1 Фактический состав и принцип действия данной аппаратуры; 
	

	
	2 Технические требования к проверяемой аппаратуре;
	

	
	3  Правила, как проверять аппаратуру (т. е. последовательность испытаний);
	

	
	4 Формулируются  требования к надежности;
	

	
	5 Исходные данные для составления ТУ;
	

	43 Назовите раздел, содержащийся в ТУ (не  в приложении):
	1 Паспорт  и  формуляр;
	

	
	2 Перечень элементов;
	

	
	3 Правила, как проверять аппаратуру (т. е. последовательность испытаний); 
	


	
	4 Перечень и характеристики контрольно-измерительных приборов;
	

	
	5 Фактический состав и принцип действия данной аппаратуры;
	

	44 Что следует в конце всех приложений  ТУ:


	1 Инструкция по эксплуатации;
	

	
	2 Перечень всех приложений; 
	

	
	3 Список используемой литературы;
	

	
	4 Перечень и характеристики контрольно-измерительных приборов;
	

	
	5 Перечень вспомогательного оборудования;
	

	45 Что такое нормаль «МОРОЗ»:


	1 Методики  для создания (разработки)  ТО;
	

	
	2 Требования к температурному режиму; 
	

	
	3 Методики для создания (разработки) ТУ; 
	

	
	4  Это те документы, которые выпускает конструктор;
	

	
	5 Эксплуатационная текстовая документация;
	

	46 Какая требований  нет  в  ГОСТ  и нормали  “МОРОЗ”:
	1 Требования к надежности;

	

	
	2 Требования к сроку службы, к хранению;
	

	
	3 Правила  приемки серийной аппаратуры;
	

	
	4 Требования к циклическим изменениям температуры; 
	

	
	5  Требования  к  весу  и габаритам  аппаратуру; 
	

	47 Укажите названия групп, на которые делится текстовая  КД:
	1 Технологическая,  эксплуатационная; 
	

	
	2 Спецификации,  ведомости;
	

	
	3 Различные ведомости, описи;
	

	
	4 Технические требования к проверяемой аппаратуре;
	

	
	5 Приложения,  таблицы  параметров;
	

	48 Что такое децимальный номер:


	1 Обозначение документа – спецификации;
	

	
	2 Номер изделия ВТ и электронной аппаратуры;
	

	
	3 Обозначение документа (идентификатор); 
	

	
	4 Нумерация для табличных текстовых документов;
	

	
	5 Номер изделия;
	

	49 Какой документ является самым сложным для разработки:
	1 ТО 
	

	
	2 ТУ  
	

	
	3 ИЭ 
	

	
	4 Спецификации;
	

	
	5 ОП 
	

	50 По структуре текстовые документы могут быть:
	1 Бесструктурными  и  структурными;
	

	
	2  Первичными  и  вторичными;
	

	
	3  Матричными  и  формулярными;
	

	
	4 Линейными  и  таблично ориентированными;
	

	
	5 Обобщающими  и  уточняющими.
	

	51  Какой вид имеет запись директивы в системе PSpice
	1   .<имя директивы>
	

	
	2   <имя директивы>
	

	
	3   *<имя директивы>
	

	
	4   <имя мод> .<имя директивы>
	

	
	5   <имя директивы>. txt
	

	52  Директива моделирования в PSpice – расчет по постоянному току
	1   Без директив – всегда
	

	
	2   .AC
	

	
	3   .TRAN
	

	
	4   .TF
	

	
	5   SENS
	

	53 Директива условия моделирования в  PSpice – назначение t(C
	1   .TEMP
	

	
	2   .AC
	

	
	3   .TRAN
	

	
	4   .TF
	

	
	5   SENS
	

	54 Директива режима моделирования в PSpice – расчет АЧХ, ФЧХ 
	1   .AC
	

	
	2   .NOISE
	

	
	3   .TRAN
	

	
	4   .TF
	

	
	5   SENS
	

	55   .IC - имя какой директивы моделирования в системе Pspice
	1   Начальные условия моделирования 
	

	
	2   Назначение t(C
	

	
	3   Расчет частотных характеристик (АЧХ, ФЧХ)
	

	
	4   Расчет переходных процессов
	

	
	5   Нет такой  директивы  (а  есть  .UC)
	

	56 Входной файл *.cir системы Pspice содержит
	1   Функциональную зависимость
	

	
	2   Файл – записи
	

	
	3   Формализованное задание
	

	
	4   Функцию завершения
	

	
	5   Нет в  системе  файла  с  таким  расширением
	

	57 Директива моделирования в PSpice – расчет переходных процессов?
	1   .TF
	

	
	2   без директив – всегда
	

	
	3   .AC
	

	
	4   .TRAN
	

	
	5   SENS
	

	58 Директива условия  в PSpice – описание моделей компонент
	1  .MODEL
	

	
	2  .TEMP
	

	
	3  .AC
	

	
	4  .TRAN
	

	
	5   SENS
	

	59 Что не входит в структуру  ФЗ в  PSpice
	1   Заголовок
	

	
	2   Комментарии
	

	
	3   Директивы моделирования
	

	
	4   Анализ результатов 
	

	
	5   Директива «конец»
	

	60 Для каких целей можно использовать систему PSpice 
	1   Для работы с географическими картами
	

	
	2   Для моделирования СВЧ- устройств (СВЧ- схем)
	

	
	3   Для сложных  математических вычислений
	

	
	4   Для моделирования  аналоговых схем,  а  также АЦС и ЦС
	

	
	5   Для разводки печатных плат
	

	61. Двухмаркерная графика это -


	1. Свободно передвигающийся карандаш
	

	
	2. Линейка (кульман) и независимый от нее карандаш
	

	
	3. Два независимо друг от друга передвигающихся карандаша
	

	
	4. Линейка (кульман) и скользящий по ней (или независимый) карандаш
	

	
	5. Два синхронно передвигающихся карандаша
	

	62. При двухмаркерной технологии по сравнению с классической.
	1. Количество движений и время построения увеличивается.
	

	
	2. Количество движений уменьшается, время построения увеличивается.
	

	
	3. Количество движений и время построения уменьшается.
	

	
	4. Количество движений увеличивается, время построения уменьшается.
	

	
	5. Количество движений и время построения такое же как и при классической.  
	

	63. Какие координаты не используются для двух маркерной графики? 
	1. Традиционные координаты рисующего маркера (x,y);
	

	
	2. Координаты рисующего маркера в системе координат линейки (x,y), где 0,0 —центр линейки.
	

	
	3. Угол наклона линейки
	

	
	4.  Начальные и конечные координаты условной линейки (x,y);
	

	
	5. Координаты центра условной линейки (x,y);
	

	64. В каких системах для построен. черт. используются кар-. ли независимый) 













































































































 касные линии
	1.  T-FlexCAD
	

	
	2.  AutoCAD
	

	
	3.  3D Studio VIZ
	

	
	4.  Corel Visual CADD
	

	
	5.  Во всех  перечисленных  системах
	

	65. При двухмаркерной технологии -
	1. Линейкой и карандашом управляет одна рука(мышь).
	

	
	2. Линейкой управляет одна рука(мышь), рисующим маркером -другая
	

	
	3. Линейкой управляет одна рука(мышь), другая привязана к ОХ
	

	
	4. Линейкой управляет одна рука(мышь), другая привязана к ОY
	

	
	5. Управлять можно только карандашом, линейка всегда неподвижна.
	

	66.  Линейка в двухмаркерной графике характеризуется- 
	1. Только координатами X и Y
	

	
	2. Координатами X и Y и углом наклона по часовой стрелке относительно оси OX
	

	
	3. Координатами X и Y и углом наклона по часовой стрелке относительно оси OY
	

	
	4. Только углом наклона по часовой стрелке относительно оси OY
	

	
	5. Только углом наклона по часовой стрелке относительно оси OX
	

	67. При двухмаркерной графике необходима привязка карандаша
	1. К любой из осей ЛСК
	

	
	2. К обеим осям ЛСК
	

	
	3. К одной из осей ЛСК в зависимости от того, в какую сторону будет движение 
	

	
	4. К одной из осей ЛСК в противоположную  той, в какую сторону было  движение
	

	
	5. Привязка всегда осуществляется к оси ОХ
	

	68. В двухмаркерной графике при рисовании
фигуры
	1. Возможен режим циркуля
	

	
	2. Возможен режим кульмана
	

	
	3. Возможен режим циркуля, но невозможен режим кульмана
	

	
	4. Возможен режим кульмана, но невозможен режим циркуля
	

	
	5. Возможны два режима: режим кульмана и режим циркуля
	

	69. При двух маркерной графике если мышку направить обратно 
	1. Рисуется жирная линия
	

	
	2. Происходит стирание
	

	
	3. Курсор передвигается по нарисованной прямой
	

	
	4. Курсор не может передвигаться в обратном направлении
	

	
	5. Происходит режим привязки к другой оси.
	

	70. В двухмаркерной графике поворот линейки осуществляется-
	1. Высчитыванием угла наклона 
	

	
	2. Пересчетом координат карандаша только по OY
	

	
	3. Система ЛСК не позволяет поворачиваться линейке
	

	
	4. Пересчетом координат концов отрезков прямых, образующих угольник
	

	
	5. Пересчетом координат карандаша только по ОХ
	

	71  Какие из перечисленных элементов вместе представляют собой ядро САПР
	1 АСНИ, САПР-К, САПР-Т
	

	
	2 САПР-К, САПР-Т
	

	
	3 САПР-К, САПР-Т, АС ТПП 
	

	
	4 АСНИ, САПР-К, САПР-Т, АС ТПП
	

	
	5 АСНИ, АС ТПП
	

	72  На каком этапе используется АСНИ
	1 До начала проектно-конструкторских работ 
	

	
	2 После завершения проектно-конструкторских работ
	

	
	3 Во время выполнения проектно-конструкторских работ
	

	
	4 До начала проектно-конструкторских работ и во время их выполнения
	

	
	5 Во время выполнения проектно-конструкторских работ и после их завершения 
	

	73 Какие основные группы систем образуют в САПР-К сквозной цикл
	1 Схемотехническое проектирование и проектирование ПС
	

	
	2 Проектирование ПС и проектирование чертежной КД
	

	
	3 Схемотехническое проектирование, проектирование ПС и проектирование чертежной КД
	

	
	4 Схемотехническое проектирование, проектирование ПС, проектирование чертежной и текстовой КД
	

	
	5 Схемотехническое проектирование, проектирование ПС и проектирование текстовой КД  
	

	74 Какие основные этапы проектирования

выполняются в 

САПР-Т
	1 Подготовка информации для станков с ЧПУ и проектирование текстовой КД
	

	
	2 Подготовка информации для станков с ЧПУ, технология изготовления и оснастка
	

	
	3 Технология изготовления и оснастка
	

	
	4 Подготовка информации для станков с ЧПУ и оснастка
	

	
	5 Проектирование текстовой КД, технология изготовления и оснастка
	

	75 Что позволяет АКИА на этапе серийного или опытного производства
	1 Участвовать в настройке изделия
	

	
	2 Проводить контроль изделия (брак/ не брак)
	

	
	3 Выдавать технологам рекомендации для уточнения тех. процесса
	

	
	4 Осуществлять все вышеперечисленные действия
	

	
	5 Проводить полунатурные испытания изготовленного изделия 
	

	76 Какие виды обеспечения имеет САПР
	1 Программное, информационное и математическое
	

	
	2 Программное, информационное и лингвистическое
	

	
	3 Программное и математическое
	

	
	4 Программное, информационное, математическое, лингвистическое и   организационное
	

	
	5 Программное,  информационное,  организационное
	

	77 Чем представлено информационное обеспечение САПР
	1 Базами данных
	

	
	2 Специальными языками САПР (например, ЯГТИ)
	

	
	3 Инструкциями и методическими материалами по эксплуатации САПР
	

	
	4 Базами данных и специальными языками
	

	
	5 Методическими материалами по эксплуатации САПР
	

	78 Что подразумевает термин интегрированная САПР
	1 Наличие общих БД для всех этапов проектирования
	

	
	2 Наличие общих БД для 2-х и более этапов проектирования
	

	
	3 Наличие общего мат. обеспечения для всех этапов проектирования
	

	
	4 Наличие общего математического обеспечения для 2-х и более этапов проектирования
	

	
	5 Наличие общего лингвистического обеспечения
	

	79 Что подразумевает термин сквозная САПР
	1 Использование единого программного обеспечения на всех этапах проектирования
	

	
	2 Наличие общих БД для всех этапов проектирования
	

	
	3 Наличие общих БД для 2-х и более этапов проектирования
	

	
	4 Передачу результатов проектирования в цикле, от первого этапа к последнему
	

	
	5 Передачу результатов проектирования от этапа к этапу
	

	80 Что обеспечивает  ФМК
	1  Исследования  на  модели  будущего  изделия  (до  изготовления)
	

	
	2  Полунатурные  испытания  изготовленных  изделий
	

	
	3  Автоматизацию  сквозного  цикла  проектирования  в  САПР
	

	
	4   Работу  с  интегрированной  базой  в  САПР  (CAD/CAM)
	

	
	5  Формирование  моделей  компонент  для  проектирования  в  САПР 
	

	81. Описание компоненты R в ФЗ PSpice
	1 RXXX _<(УЗ><+УЗ>_ [имя модели] _<сопротивление>
	

	
	2 RXXX_<+УЗ><(УЗ>_<сопротивление>_ [имя модели]
	

	
	3 RXXX_<сопротивление>_<+УЗ><(УЗ>_ [имя типа]
	

	
	4 RXXX_<+УЗ><(УЗ>_ [имя модели] _<сопротивление>
	

	
	5 RXXX_<+УЗ><(УЗ>_ <сопротивление>_ [IC=<U>]
	

	82. Описание компоненты C в ФЗ PSpice 
	1 CXXX_<+УЗ><(УЗ>_<емкость>_[ IC=<U>]
	

	
	2 CXXX_<+УЗ><(УЗ>_ [имя модели] _<емкость>_[IC=<U>]
	

	
	3 CXXX_ [имя модели] _<емкость>_[ IC=<I нач>]
	

	
	4 CXXX_<+УЗ><(УЗ>_ [имя типа] _<емкость>_[ IC=<I нач>]
	

	
	5 CXXX_<(УЗ><+УЗ>_ [имя типа] _<емкость>_[IC=<U>]
	


	83. Описание компоненты L в ФЗ PSpice
	4 LXXX_<+УЗ><(УЗ>_ [имя модели] _<индуктивность>_ [IC=<U>]
	

	
	2 LXXX_<(УЗ><+УЗ>_ [имя типа] _<индуктивность>_ [IC=<I нач >]
	

	
	3 LXXX_ [имя модели] _<индуктивность>_ [IC=< I нач >]
	

	
	4 LXXX_<+УЗ><(УЗ>_ [имя модели] _<индуктивность>_ [IC=<I нач>]
	

	
	5 LXXX_<+УЗ><(УЗ>_ <индуктивность>_ [IC=<I нач >]
	

	84. Описание компоненты V в ФЗ PSpice
	1 VXXX_<+УЗ><(УЗ>_ [ [OC] _<знач.>] _ [<фаза>] _ [<параметры>]
	

	
	2 VXXX_<(УЗ><+УЗ>_ [ [имя модели] _<знач.>] _ [  ] _ [  ]
	

	
	3 VXXX_<+УЗ><(УЗ>_ [<знач.>] _ [<фаза>] _ [<параметры>]
	

	
	4 VXXX_<(УЗ><+УЗ>_ [ [ОС] _<фаза.>] _ [IC=<U>]
	

	
	5 VXXX_<+УЗ><(УЗ>_ [[АС] _<параметры.>] 
	

	85. Описание компоненты Q в ФЗ PSpice
	1 QXXX_<+УЗ><(УЗ>_ [<П>] _< имя модели >_ [<имя типа >]
	

	
	2 QXXX_<Э>_<Б>_<К>_ [<П>] _< имя модели >_ [<…>]
	

	
	3 QXXX_<К>_<Б>_<Э>_ [<П>] _< имя модели >_ [<…>]
	

	
	4 QXXX_<+УЗ><(УЗ>_ [<П>] _< имя модели >_ < имя типа >_ [<фаза >]
	

	
	5 QXXX_<К>_<Б>_<Э>_ [<П>] _< имя модели >_ <имя библ.>_[<… >] 
	

	86. Какого описания компонент в ФЗ Pspice  не существует
	1 Описание номинала и некоторых дополнительных параметров
	

	
	2 Описание с использованием дополнительной директивы .DC 
	

	
	3 Описание только номинала
	

	
	4 Описание c возможностью подключения библиотек (с помощью LIB)
	

	
	5 Описание с использованием дополнительной директивы .MODEL
	

	87. В ФЗ Pspice описание каких элементов может содержать остаточные значения 
	1 Всех активных элементов
	

	
	2 Только индуктивностей
	

	
	3 Только емкостей
	

	
	4 Емкостей и индуктивностей
	

	
	5 Все элементы могут содержать остаточные значения
	

	88.
	
	

	89.
	
	

	90.
	
	

	91 Что называют типом расчета   при модел-нии  цифровых схем 
	1 заданы точки анализа , имена цепей, помещены генераторы входных воздействий
	

	
	2 заданы точки анализа и тип анализа, помещены генераторы входных воздействий
	

	
	3 заданы анализируемые величины и тип анализа
	

	
	4 заданы анализируемые величины, помещены генераторы входных воздействий
	

	
	5 заданы точки анализа, анализируемые величины и тип анализа
	

	92 Что явл-ся основой   ФЗ  при моделировании цифровых схем 
	1 ЭРЭ  (и  их  модели  в  БД),  связи  в  схеме  и  тип  расчета
	

	
	2 связи  в  схеме и ЭРЭ
	

	
	3 ЭРЭ, входные  сигналы и связи  в  схеме
	

	
	4 ЭРЭ  (и  их  модели  в  БД), входные  сигналы  и  тип  расчета
	

	
	5 входные  сигналы, связи  в  схеме  и  тип  расчета
	

	93 Синтез тестов  при модел-ии  ЦС используется для:
	1 проверки изготовленного модуля на специальном стенде
	

	
	2 выведения результатов на печать
	

	
	3  контроля и трансляции  ФЗ
	

	
	4  анализа результатов  
	

	
	5 создания БД моделей ЭРЭ
	

	94 Какой блок следует после ФЗ  при моделирование  цифровых схем
	1 редактирование 
	

	
	2 расчет - моделирование
	

	
	3  контроль и трансляция
	

	
	4  анализ результатов  
	

	
	5 синтез тестов
	

	95 Какой модули PCAD испол-ся при молел-ии цифровых схем
	1 Pspise, Probe, StmEd
	

	
	2  PC-Model, Presim, PCLogs, Postsim
	

	
	3 Pspise, Probe, StmEd, NX-Spise,
	

	
	4  NX-Spise, StmEd, Probe
	

	
	5 NX-Curl, Curl
	

	96 Что нужно добавить на ЦС для построения кодов  сигнатурного анализа 
	1 дополнительные ЭРЭ
	

	
	2 дополнительные электрические соединения между элементами схемы 
	

	
	3 генераторы входных воздействий
	

	
	4  нет, только  задание  параметров  имеющимся  моделям  в  библиотеке
	

	
	5 связи  (и ЭРЭ), обеспечивающие цикличность кодов с выходов на входы
	

	97 Что называют сигнатурами при молел-ии цифровых схем
	1 цифровые коды  в конкретных точках схемы, представленные в 2-ом алфавите
	

	
	2 цифровые коды  в конкретных точках схемы, представленные в 16-ом алфавите
	

	
	3 цифровые коды  в конкретных точках схемы, представленные в 10-ом алфавите
	

	
	4 цифровые коды  в конкретных точках схемы, представленные в 8-ом алфавите
	

	
	5 цифровые коды  в конкретных точках схемы, представленные в виде текста
	

	98 Сигнатурные анализаторы при настройке ЦС выполняют роль 
	1 вольтметра
	

	
	2 омметра
	

	
	3 амперметра
	

	
	4 фазометра 
	

	
	5 осциллографа
	

	99.
	
	

	100.
	
	

	101  Какой алгоритм размещения является оптимальным в САПР ДПП
	1 Полный перебор 
	

	
	2 Минимум суммарных длин связей 
	

	
	3 Минимум пересечений
	

	
	4 все
	

	
	5 ни один
	

	102  Какой алгоритм размещения является квазиоптимальным в САПР ДПП
	1 Полный перебор 
	

	
	2 Минимум суммарных длин связей 
	

	
	3  Улучшение размещения методом парных перестановок 
	

	
	4  все
	

	
	5 ни один
	

	103 В каком алгоритме размещения  в САПР ДПП проводятся все связи кратчайшим путем, невзирая на их пересечения 
	1 Полный перебор 
	

	
	2 Минимум суммарных длин связей 
	

	
	3 Минимум пересечений
	

	
	4 Во всех
	

	
	5 Ни в одном
	

	104 Какой алгоритм размещения используется  как  дополнение  к  базовым  в САПР ДПП
	1 Полный перебор.
	

	
	2 Минимум суммарных длин связей.
	

	
	3 Минимум пересечений.
	

	
	4 Улучшение размещения методом парных перестановок
	

	
	5 Все
	

	105 В каком алгоритме размещения  плата разбивается на зоны и минимизируется число пересечений с границами зон 
	1 Полный перебор.
	

	
	2 Сочетание с ручным размещением.
	

	
	3 Минимум пересечений.
	

	
	4 Зоны минимальной связанности.
	

	
	5 Улучшение размещения методом парных перестановок
	

	106 Какой алгоритм размещения в САПР ДПП требует согласования  с  автором  схемы 
	1 Полный перебор.
	

	
	2 Минимум суммарных длин связей.
	

	
	3 Минимум пересечений.
	

	
	4 Улучшение размещения за счет перестановок эквивалентных вентилей в корпусе, эквивалентных выводов у вентиля и эквивалентных ножек у разъемов.
	

	
	5 Улучшение размещения методом парных перестановок.
	

	107 Кто придумал первый алгоритм трассировки 
	1 Ом
	

	
	2 Ли
	

	
	3 Менделеев
	

	
	4 Планк
	

	
	5 Даль
	

	108 Какой алгоритм трассировки называют «бифилярным» в САПР ДПП
	1 Волновой алгоритм Ли.
	

	
	2 Волна распространяется сразу от нескольких (или от всех) контактов цепи.
	

	
	3 Предварительное распределение трасс в каналах.
	

	
	4 Топологический метод (гибкая трассировка с перекраиваемой топологией).
	

	
	5 Канальная трассировка на двух слоях одновременно
	

	109 В каком алгоритме перед трассировкой на плате назначаются  «коридоры»  для  проведения  трасс 
	1 Волновой алгоритм Ли.
	

	
	2 Волна распространяется сразу от нескольких (или от всех) контактов цепи.
	

	
	3 Предварительное распределение трасс в каналах.
	

	
	4 Топологический метод (гибкая трассировка с перекраиваемой топологией).
	

	
	5 Канальная трассировка на двух слоях одновременно
	

	110 В каком алгоритме  трассировки  есть  возможности  смещения  ранее  проложенных  трасс  
	1 Волновой алгоритм Ли.
	

	
	2 Волна распространяется сразу от нескольких (или от всех) контактов цепи.
	

	
	3 Предварительное распределение трасс в каналах.
	

	
	4 Топологический метод (гибкая трассировка с перекраиваемой топологией).
	

	
	5 Канальная трассировка на двух слоях одновременно
	

	111 При моделирование каких схем   "черный ящик", описываемый передат. функц.
	1 при моделировании функциональных схем
	

	
	2 при моделировании электрических схем 
	

	
	3 при моделировании принципиальных схем      
	

	
	4 при моделировании микрополосковых схем
	

	
	5 при твердотельном моделировании
	

	112 Какой подход существует при моделировании функциональной схемы
	1 использование графических САПР 
	

	
	2 динамическое изменение сигналов на входе при моделировании микросхемы
	

	
	3 использование универсальных пакетов САПР для моделирования функциональной схемы
	

	
	4 программирование микросхемы на строчно-ориентированном языке
	

	
	5 задание сигналов на входе и получение измененных сигналов на выходе
	

	113 Как моделируется функциональная схема
	1 программируется на строчно-ориентированнм языке
	

	
	2 строится ее макромодель
	

	
	3 программируются входные воздействия и преобразования в схеме
	

	
	4 программируется на языке поддерживаемой данной САПР
	

	
	5 строится микромодель схемы
	

	114 В чем заключается особенность пакета MathCad
	1 отсутствие как такового языка программирования
	

	
	2 наличие встроенного компилятора языков программирования
	

	
	3 наличие своего языка программирования
	

	
	4 возможность поддержки VHDL – моделей системы Or CAD
	

	
	5 простой перенос данных из MathСad в САПР DesignLab
	

	115 Какая особенность существует у САПР, моделирующих электрон. схемы
	1 наличие языка для пополнения библиотеки элементов
	

	
	2 отсутствие языка пополнения библиотеки элементов
	

	
	3 поддержка универсального языка САПР
	

	
	4 поддержка объектно-ориентированного языка программирования
	

	
	5 наличие встроенного компилятора языков программирования


	

	116 Какой подход  к ФЗ  существует при моделировании  электронных схем
	1 возможность дополнения типовой библиотеки САПР своими компонентами. 
	

	
	2 возможность редактирования типовых элементов САПР
	

	
	3 предусмотрен интерфейс графической САПР  с пустой библиотекой, которая заполняется своими элементами.
	

	
	4 в качестве дополнительного входного языка предусмотрен интерфейс от  САПР печатных структур
	

	
	5 в наличии интерфейс графической САПР, со стандартным набором элементов
	

	117 При использовании какого алгоритма могут применяться  макромодели
	1 при использовании универсального расчетного алгоритма
	

	
	2 при использовании стандартного алгоритма построения функциональной схемы
	

	
	3 при использовании алгоритмов от элементарных функций
	

	
	4 при использовании алгоритма, учитывающего физику ядра или кристалла
	

	
	5 при использовании алгоритмов цифровой обработки сигналов
	

	118 В САПР какого типа результат работы не включается в  КД
	1 в системах твердотельного моделирования 
	

	
	2 в САПР моделирующих микрополосковые схемы
	

	
	3 в САПР моделирующих электрические принципиальные схемы
	

	
	4 в САПР моделирующих функциональные схемы  
	

	
	5 в  п.п. 3, 4
	

	119 К чему сводится моделирование акустоэлектронных устройств 
	1 анализ топологии кристалла микросхемы  без учета электрических параметров
	

	
	2 к  задаче  синтеза  топологии  кристалла  микросхемы  с  заданными  электрическими  параметрами
	

	
	3 к задаче интегрирования параметров кристалла с элементами микросхемы
	

	
	4 к задаче анализа электрических параметров микросхемы.
	

	
	5 к задаче  синтеза топологии кристалла микросхемы 
	

	120 В каком режиме выполняется моделирование микрополосковых устройств
	1 в режиме командной строки. 
	

	
	2 при помощи программирования его входных воздействий на встроенной языке используемой САПР
	

	
	3 в  режиме  параметрической  оптимизации  в  интерактивном  режиме. 
	

	
	4 при помощи использования графической САПР
	

	
	5 в интерактивном режиме
	

	121.  Какое основное назначение PSpice
	1. Моделирование аналоговых схем
	

	
	2. Моделирование цифровых схем
	

	
	3. Моделирование смешаных аналого-цифровых схем
	

	
	4. Моделирование СВЧ-схем
	

	
	5. Разводка печатных плат
	

	122.  Какие ограничения накладываются на размер схемы в PSpise
	1. Не более 256 элементов
	

	
	2. Не более 1000 элементов
	

	
	3. Не более 65535 элементов
	

	
	4. Размер и сложность схемы ограничиваются оперативной памятью
	

	
	5. Никаких ограничений
	

	123.  Что учитывается  в библиотеке моделей  PSpise
	1. Все свойства материала кристалла
	

	
	2. Все электрические протекающие процессы
	

	
	3. Все паразитные R,L,C
	

	
	4. Все активные R,L,C
	

	
	5. Все вышеперечисленное
	

	124. Какие схемы записи существуют при описан. компонент ФЗ PSpice
	1. Описание только номинала
	

	
	2. Описание номинала и дополнительных параметров
	

	
	3. Описание с помощью директивы .MODEL
	

	
	4. Все данные вышеперечисленные  схемы
	

	
	5. Первая и третья из перечисленных схем
	

	125. Какие параметры описываются в модели резистора PSpice
	1. Только сопротивление
	

	
	2. Сопротивление и некоррелированный случайный разброс 
	

	
	3. Сопротивление, коррелированный и некоррелированный случайные разбросы
	

	
	4. Сопротивление и коррелированный случайный разброс
	

	
	5. Все вышеназванное и температурный коэффициент сопротивления
	

	126. Какой параметр не указывается в модели конденсатора PSpice
	1. Температурный коэффициент емкости
	

	
	2. Остаточное значение напряжения
	

	
	3. Реактивное  сопротивление конденсатора
	

	
	4. Емкость
	

	
	5. Масштабный множитель
	

	127. Максимальное количество парам. схемы замещен. транзистора
	1.   28
	

	
	2.   55
	

	
	3.   12
	

	
	4.   25
	

	
	5.   44
	

	128. Для чего служит директива TRAN в PSpice
	1. Для расчета переходных процессов
	

	
	2. Для подключения модели транзистора
	

	
	3. Для анализа передаточных функций
	

	
	4. Для анализа АЧХ и ФЧХ
	

	
	5. Для статистического анализа по методу Монте-Карло
	

	129. Какая из директив задает условия  при моделировании в PSpice
	1.  .TF
	

	
	2.  .SENS
	

	
	3.  .TRAN
	

	
	4.  .TEMP
	

	
	5.  .AC
	

	130. Для чего использ. остаточные значения токов и напряжен. в PSpice
	1. Для расчета переходных процессов
	

	
	2. Для спектрального анализа
	

	
	3. Для расчета АЧХ
	

	
	4. Для статистического анализа по методу Монте-Карло
	

	
	5. Для многовариантного расчета по постоянного тока
	

	131 На каком методе базируется  система  ПРАМ 4.5?
	1 метод узловых потенциалов
	

	
	2 метод эквивалентного генератора
	

	
	3 метод контурных токов Кирхгофа
	

	
	4 метод обхода
	

	
	5 закон Ома
	

	132  К чему должна быть сведена схема в ПРАМ 4.5?
	1 к набору контуров с определенными ограничениями
	

	
	2 к набору символов
	

	
	3  к одному контуру
	

	
	4  к контуру состоящему только из нелинейных элементов
	

	
	5 к таблице
	

	133 Сколько  вариантов учета разбросов номиналов элементов в ПРАМ 4.5?
	1  1 
	

	
	2  2 
	

	
	3  3
	

	
	4  4
	

	
	5  5
	

	134 Что может входить в преобразованную схему в ПРАМ 4.5?
	1 только активные(нелинейные) элементы
	

	
	2 только R,L,C,U,I
	

	
	3 активные(нелинейные) элементы и R,L,C,U,I
	

	
	4 ничего из вышеперечисленного
	

	
	5 только источники питания (U,I)
	

	135 Как задается целевая функция при параметрич. синтезе в ПРАМ 4.5? 
	1 по точкам с изменяемым шагом
	

	
	2 аналитически с определенным шагом
	

	
	3 таблицей
	

	
	4 графиком
	

	
	5 по точкам с определенным шагом
	

	136 Сколько варьируемых параметров при параметрич. синтезе в ПРАМ4.5?
	1   5
	

	
	2   10
	

	
	3   ( 20
	

	
	4   от 20 до 30
	

	
	5   ( 30
	

	137 Как предусматривается задание входных сигналов в системе ПРАМ 4.5?
	1 по точкам
	

	
	2 аналитически
	

	
	3 по точкам с определенным шагом
	

	
	4 по точкам и аналитически
	

	
	5 аналитически с определенным шагом
	

	138 Каких части обязательны в построении эквивалентных схем замещен.?
	1 только описание входной цепи, входную реакцию элемента
	

	
	2 только описание  выходной цепи, выходную реакцию
	

	
	3 только описание внутреннего поведения
	

	
	4 описание входной цепи, входную реакцию элемента и выходная цепь, выходная реакцию и внутреннее поведение
	

	
	5 описание входной цепи, входную реакцию элемента и выходная цепь, выходная реакцию
	

	139 Сколько двухполюсников возможно при анализе на постоянном токе в ПРАМ 4.5?
	1   100
	

	
	2   140
	

	
	3   ( 180
	

	
	4   от 180 до 200
	

	
	5   ( 200
	

	140 Какого нет учета разброса парам. элементов в  ПРАМ4.5?
	1 только наихудшего разброса
	

	
	2  только независимого случайного разброса
	

	
	3  только коррелированного разброса в партиях
	

	
	4 и наихудшего и независимого разброса
	

	
	5 и коррелированного и независимого разброса
	

	141 Какой элемент САПР-К определяет её интеграцию
	1 общая БД для двух или более этапов сквозного цикла 
	

	
	2 универсальные модели ЭРЭ 
	

	
	3 управление проектом 
	

	
	4 чертежная документация 
	

	
	5 текстовая документация 
	

	142 Какие основные группы систем образуют сквозной цикл САПР-К
	1 схемотехническое проектирование и проектирование  печатных структур 
	

	
	2 проектирование  печатных структур и чертежной  КД
	

	
	3 схемотехническое проектирование и проектирование чертежной и текстовой  КД  
	

	
	4 схемотехническое проектирование, проектирование  печатных структур и  чертежной  КД 
	

	
	5 схемотехническое проектирование 
	

	143 На каких этапах САПР-К не выдаётся комплект КД
	1 на всех 
	

	
	2 на этапе функционального моделирования 
	

	
	3 на этапе анализа конструкций 
	

	
	4 на этапе проектирования ПП 
	

	
	5 на этапе ТПП 
	

	144 Какой этап САПР-К является надстройкой над САПР.
	1 проектирование печатных структур
	

	
	2 технологическая подготовка производства из САПР-К
	

	
	3 подготовка текстовой документации
	

	
	4 управление проектом 
	

	
	5 подготовка чертёжной документации
	

	145 Что включает в себя этап проектирования ПС в САПР-К
	1 только автоматическую трассировку 
	

	
	2 только ручную трассировку
	

	
	3 только синтез топологии
	

	
	4 автоматическая и интерактивная трассировка и синтез топологии
	

	
	5 только автоматическую и интерактивную трассировку
	

	146 Перечислите основные виды чертёжной КД в  САПР-К
	1 Чертежи схем и деталей 
	

	
	2 Чертежи схем и сборочные чертежи 
	

	
	3 Чертежи схем, деталей и сборочные чертежи
	

	
	4 Чертежи деталей и сборочные чертежи 
	

	
	5 Чертежи печатных плат и деталей 
	

	147 Назовите основные виды конструкторских баз данных 
	1 БД ЭРЭ и стандартных изделий 
	

	
	2 БД схем, чертёжной и текстовой КД 
	

	
	3 БД компонентов, конструкций и эффектов 
	

	
	4 БД материалов и нормативно-технической документации 
	

	
	5 БД деталей широкого применения, эффектов и материалов 
	

	148 Какая БД входит в состав  БД компонентов и конструкций
	1 БД нормативно-технической документации
	

	
	2 БД стандартных изделий
	

	
	3 БД печатных структур
	

	
	4 БД деталей широкой применяемости
	

	
	5 БД чертежей
	

	149 Для каких ПС на этапе проектир. применяется синтез топологии
	1 двухсторонних печатных плат 
	

	
	2 больших интегральных схем 
	

	
	3 акустоэлектронных устройств 
	

	
	4 многослойные ПП 
	

	
	5 программируемые логические матрицы 
	

	150 Что включает в себя  ТПП из САПР-К
	1 носитель для изготовления  фотошаблона и сверления 
	

	
	2 носитель для ЧПУ, чертежи деталей и информация о составе КД 
	

	
	3 носитель для сборки и пайки 
	

	
	4 создание контролирующего модуля 
	

	
	5 контроль платы 
	

	151 Чем наносится позитивное изображение рисунка платы в «Минск-2005»
	1  Инфракрасным излучением
	

	
	2  Световым пучком
	

	
	3 Ультрафиолетовым излучением
	

	
	4 Высоко когерентным лазером
	

	
	5 Специальными чернилами
	

	152 Каков максимальный размер  ФШ   в «Минск-2005»
	1 500х500мм
	

	
	2 500х600мм
	

	
	3  600х600мм
	

	
	4  600х700мм
	

	
	5 700х700мм
	

	153 Что определяет диск с  диафрагмами в  «Минск-2005»
	1 Форму контактных площадок
	

	
	2 Ширину отрезков линий
	

	
	3 Форму и  размер контактных площадок, а также ширину отрезков линий
	

	
	4 Размер контактных площадок и ширину отрезков линий
	

	
	5 Форму и размер контактных площадок
	

	154 Какова разрешающая способность системы позиционирования «Минск -2005»?
	1 0.0025мм
	

	
	2 0.05 мм
	

	
	3 0.015мм
	

	
	4 0.025мм
	

	
	5 0.075мм
	

	155 Каким образом рисуется фотошаблон в «Минск-2005»?
	1 Рисуется специальными чернилами
	

	
	2 Засвечивает фоточувствительный  материал
	

	
	3 Выжигается в материале
	

	
	4  Инверсная засветка фотошаблона
	

	
	5 Прокладывание трасс и контактных площадок световым пером
	

	156 Максимальная ширина отрезка линии за один проход у «Минск-2005»
	1  5.0 мм
	

	
	2  2.0 мм
	

	
	3  4.0 мм
	

	
	4  3.0 мм
	

	
	5  6.0 мм
	

	157 Как  происходит прокладка трасс в  «Минск-2005»
	1 Движение стола с фотошаблоном
	

	
	2 Перемещением фотошаблона
	

	
	3 Перемещением пера по фотошаблону
	

	
	4 Перемещение линзы над шаблоном
	

	
	5 Неподвижный источник света направляет световой поток под углами
	

	158 Минимальная ширина отрезка линии за один проход

у «Минск-2005»
	1  0.05мм
	

	
	2  0.1мм
	

	
	3  0.15мм
	

	
	4  0.2мм
	

	
	5  0.25мм
	

	159 В «Минск-2005» после «конца кадра» добавляется кодовая строка 
	1 Проверка на  контрольную  сумму  в  кадре
	

	
	2  Проверка на четность  по  столбцам  с  переносом
	

	
	3  Свертка по модулю 3 (контроль  двойных  ошибок)
	

	
	4 Свертка по модулю 2  по  столбцам, с проверкой на четность
	

	
	5 Свертка по модулю 2, с проверкой на нечетность
	

	160 В «Минск-2005» в «кадре» левый  столбец 
	1 Проверка на  контрольную  сумму  в  кадре
	

	
	2  Проверка на  нечетность  по  строкам  с  переносом
	

	
	3  Свертка по модулю 3 (контроль  двойных  ошибок)
	

	
	4 Свертка по модулю 2  по  строкам, с проверкой на  нечетность
	

	
	5 Свертка по модулю 2, с проверкой на  четность
	

	161 Какого способа ввода инф. не существует в САПР чертежной КД?
	1 ввода с помощью объектно-ориентированного языка
	

	
	2 ввода с помощью проблемно-ориентированного языка 
	

	
	3 ввода с помощью различных программно-аппаратных средств или кодировщиков
	

	
	4 ввода с помощью функционального языка
	

	
	5 различные комбинированные методы ввода
	

	162 Сколько способов ввода графической информации в САПР черт КД?
	1 три
	

	
	2 четыре
	

	
	3 пять 
	

	
	4 девять
	

	
	5 одиннадцать
	

	163 Проблемно – ориентированный язык в САПР черт КД используется
	1 для ввода типовых чертежей с высоким коэффициентом повторяемости унифицированных фрагментов
	

	
	2 для создания не типовых объектов
	

	
	3 когда информация задается не по точкам, а в виде уравнений
	

	
	4 для сложных чертежей, которые требуют высокой точности  
	

	
	5 для создания базы данных
	

	164 Что называют «сколкой» в САПР чертежной КД
	1 ввод координат  с  помощью  спец.  аппаратных  средств ("кодировщиков")
	

	
	2 ввод координат в систему с произвольным шагом
	

	
	3 ввод параметров  в систему соответствующими алгоритмами экстраполяции
	

	
	4 ввод координат в систему с соответствующими алгоритмами экстраполяции
	

	
	5 создание объектов в полярных координат
	

	165  В  САПР чертежной КД  «сколка» производится для
	1 создания проблемно – ориентированного языка 
	

	
	2 для комплексного метода ввода 
	

	
	3 подготовки предварительного чертежа
	

	
	4  для просмотра элементов в библиотеке
	

	
	5 ввод  графической  информации  с  помощью  2D/3D-  кодировщиков
	

	166 Эффект любой графической САПР достигается
	1 когда удобный пользовательский интерфейс
	

	
	2 когда  чертеж на 60-70% состоит из типовых элементов
	

	
	3 когда доступна оперативная справка
	

	
	4 при использовании мыши или джойстика
	

	
	5 когда известны все параметры чертежа
	

	167 Ввод графической информации в САПР на функциональном языке 
	1 применяется, когда необходимо создать собственную базу данных, в которой можно будет легко менять параметры элементов
	

	
	2 применяется, для создания не типовых объектов
	

	
	3 применяется, когда требуется точное задание координат
	

	
	4 применяется, когда известен алгоритм создания чертежа 
	

	
	5 применяется, когда информация задается не по точкам, а в виде уравнений
	

	168 В  САПР чертежной КД  «сколки» бывают
	1 2D, 3D 
	

	
	2 дискретные 
	

	
	3 непрерывные   
	

	
	4 параметрические
	

	
	5 полярные
	

	169 Какая работа в САПР чертежной КД не эффективна для  автоматизации
	1 разработка  новых  типов  чертежей
	

	
	2 работы  по  выполнению  чертежей
	

	
	3 ведение архива  чертежей
	

	
	4 копирование аналогов  чертежей
	

	
	5 перебор вариантов  чертежей
	

	170 К какому способу ввода  черт. инф. относится  двухмаркерная графика
	1 ввод  с  помощью  программно - аппаратных  средств
	

	
	4 ввод  на  функциональном  языке
	

	
	5 ввод  и  перебор вариантов, разработка  нового
	

	
	4 ввод   на  проблемно - ориентированном  языке
	

	
	5 ввод  с  помощью  2D - кодировщиков
	

	171 Требуемые отступы и интервалы на листе текстовой КД
	1 слева 30 мм, справа 10 мм, сверху и снизу - 20 мм, интервал 1.5, лист без рамки
	

	
	2 слева 20 мм, справа, сверху и снизу - 10 мм, интервал 1.5, лист с рамкой
	

	
	3 слева, справа, сверху и снизу - 10 мм, интервал 1.0, лист без рамки 
	

	
	4 слева 30 мм, справа 10 мм, сверху и снизу - 20 мм, интервал 2, лист с рамкой
	

	
	5 слева 30 мм, справа 20 мм, сверху и снизу - 10 мм, интервал 1.5, лист без рамки
	

	172 Правила нумерации страниц при оформлен. текст. КД
	1 номер – внизу листа в середине, сквозная, 1-я стр. не нумеруется
	

	
	2 номер – сверху листа справа, в каждом разделе – своя, 1-я стр. не нумеруется
	

	
	3 номер – внизу листа справа, сквозная, номер на 1-ой стр. ставится 
	

	
	4 номер – сверху листа в середине/справа, сквозная, на 1-ой стр. номер не ставится  
	

	
	5 номер – внизу листа справа, в каждом разделе – своя, 1-я стр. нумеруется
	

	173 Правила оформления оглавления текстовой КД
	1 точные названия глав, пунктов и подпунктов без привязки к нумерации 
	

	
	2 только названия глав с привязкой к нумерации
	

	
	3 точные названия глав, пунктов и подпунктов с привязкой к нумерации 
	

	
	4 перечисление глав основной части без соблюдения точности названий 
	

	
	5 точные названия глав без привязки к нумерации 
	

	174 Формат заголовков разных уровней
	1 заголовки всех уровней пишутся заглавными буквами
	

	
	2 I уровень – с заглавной буквы, остальные – прописными, но меньшим шрифтом
	

	
	3 все заголовки пишутся с заглавной буквы
	

	
	4 I уровень – заглавными, без точки; остальные – с заглавной, с точкой в конце
	

	
	5 заголовки всех уровней пишутся заглавными буквами, с точкой в конце
	

	175  Правила оформления приложений к текстовой КД
	1 для всех приложений – общий заголовок, далее – по общим правилам 
	

	
	2 каждое приложение – с новой страницы, номер приложения не ставится 
	

	
	3 формат: “Приложение. <Название Приложения>”, далее – по общим правилам 
	

	
	4 каждое приложение – с новой страницы, слово “Приложение” с номером – вверху справа, содержательная часть – по общим правилам 
	

	
	5 приложения – единым блоком, непосредственно после оглавления 
	

	176 Оформление формул на листе текстовой КД
	1 внутри текста
	

	
	2 внутри текста со сквозной нумерацией в квадратных скобках 
	

	
	3 на отдельной строке, со сквозной нумерацией в круглых скобках 
	

	
	4 на отдельной строке, нумерация привязана к главе 
	

	
	5 формулы выносятся в приложение, а в тексте указываются только ссылки на них 
	

	177 Оформление подрисуночной надписи на листе текстовой КД
	1 под рисунком пишется соответствующее название 
	

	
	2 формат: рис <№> - (<название рисунка>) 
	

	
	3 формат: Рис. <№>. <Название рисунка>: [<пояснения к частям рисунка>] . 
	

	
	4 формат <№>. <Название рисунка>
	

	
	5 в текстовых КД подрисуночная надпись отсутствует  
	

	178 При наличии ка​ких БД рекомен​дуется вести выпуска ТД в САПР-К
	1 база данных текстовых примитивов
	

	
	2 базы данных электрорадиоэлементов и нормативно-текстовой документации
	

	
	3 база данных нормативно-технической документации
	

	
	4 базы данных шаблонов и текстовых примитивов
	

	
	5 база данных шаблонов
	

	179 Что называется электронным документооборотом
	1 предварительная корректировка документа при помещении в БД
	

	
	2 извлечение документов из архива
	

	
	3 манипуляции с документами, положенными в базу данных текстовых документов
	

	
	4 создание текстовой документации
	

	
	5 манипуляции с документами до того, как поместить их в БД
	

	180 Наличие какой БД позволяет создавать текстов. КД автоматически
	1 база данных электрорадиоэлементов
	

	
	2 база данных конструкторской документации
	

	
	3 база данных нормативно технической документации
	

	
	4 база данных текстовых образцов
	

	
	5 база данных стандартных документов
	

	181 К какой группе БПО относится САПР MathCAD 
	1 Документальным системам
	

	
	2 Системам аналитического расчета
	

	
	3 Системам управления производством 
	

	
	4 Системам анализа конструкции
	

	
	5 Ни к одной из вышеперечисленных
	

	182  Какие вычисления не поддерживаются в  MathCAD
	1 Скалярные выражения
	

	
	2 Векторная алгебра
	

	
	3  Преобразования (Фурье, Лапласа и т.д.)
	

	
	4  Решения систем дифференциальных уравнений  
	

	
	5 Поддерживаются все вышеперечисленные
	

	183 Какая особенность не присуща системе MathCAD?
	1 Возможна генерация любого математического символа
	

	
	2 Разделитель между выражениями – пробел
	

	
	3 График функции является обычным операндом.
	

	
	4 Если есть ошибки, не производится вычислений даже по правильным выражен.
	

	
	5 Задание переменных производится вместе с заданием их значения
	

	184 Задание списка аргументов в MathCAD: диапазон – от 0 до 10, шаг изменения - 0.5:
	1 X = for 0 to 10 step 0.5
	

	
	2 X := 0,0.5 .. 10
	

	
	3 X[] = {0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10};
	

	
	4 X= 0…10, 0.5
	

	
	5 X(20) := 0/0.5/…
	

	185 Поддерживается ли в MathCAD совместная работа над одним проектом?
	1 Только в локальной сети
	

	
	2 Не поддерживается
	

	
	3 Есть интерфейс для совместной работы через Internet
	

	
	4  Только после приобретения у производителя необходимой для этого надстройки
	

	
	5 Только, если внедрить в документ MathCAD объект, поддерживающий совместную работу
	

	186 MathCAD пользуется популярностью благодаря
	1 Возможности совместной работы над проектом
	

	
	2 Использованию надстроек, расширяющих возможности MathCAD
	

	
	3 Мощной математической базе и интерфейсам с другими САПР
	

	
	4  Широким возможностям при работе с текстовыми документами
	

	
	5  Способности проводить анализ СВЧ-схем
	

	187 Сколько функций можно построить на одном графике в MathCAD. 
	1 Только одну
	

	
	2 Не больше трех
	

	
	3 Задается в настройках “Options>Graphs”
	

	
	4 Неограниченно
	

	
	5 Не больше десяти
	

	188 Наиболее быстрый и удобный способ набора формул и мат. символов в MathCAD
	1 С помощью наборных панелей
	

	
	2 Из меню “Insert>Symbol” ,“Insert>Function”
	

	
	3 С помощью специальных диалоговых окон  совместно  с  командной  строкой.
	

	
	4 В командной строке набирается команда, (напр. y=x^2), системой она преобразуется к математическому виду (в данном случае – y:=x2) и выводится в общее поле.
	

	
	5 С помощью клавиатуры. За каждой клавишей закреплен свой математический символ, действие или функция.
	

	189 Область применения САПР MathCAD.
	1 Проведение аналитических расчетов
	

	
	2 Проектирование и разводка печатных плат
	

	
	3 Управление проектом
	

	
	4 Электронный документооборот
	

	
	5 Конструирование БД и поисковое проектирование
	

	190 Как  добавить в документ MathCAD объект, представляющий другое приложение
	1 Нельзя добавить объект
	

	
	2  Через пункт меню “Insert -> Object…”
	

	
	3  Скопировав объект и вставив его в документ MathCAD (Copy - Paste)
	

	
	4 Перетащив объект в документ MathCAD (Drag’n’Drop)
	

	
	5 Применив как Copy – Paste, так и Drag’n’Drop
	

	191  В чем заключается метод конечных элементов (МКЭ)
	1 Моделируется вибропрочность конечных элементов;
	

	
	2 Поверхность разбивается на конечные элементы; 
	

	
	3 Масса конечного элемента заменяется несколькими эквивалентными массами;
	

	
	4 Массы элементов связываются между собой пружинными связями;
	

	
	5 Всё вышеперечисленное;
	

	192  Какую форму должны иметь конечные элементы (МКЭ)
	1 Любую,  но  чаще - треугольник; 
	

	
	2 Окружность;
	

	
	3 Квадрат;
	

	
	4 Треугольник;
	

	
	5 Ничего из вышеперечисленного  (определяется  моделью);
	

	193  В чем заключается недостаток линейной модели МКЭ
	1 Сложный процесс моделирования; 
	

	
	2 Модель не полная  (не  точная);
	

	
	3 Затруднительна формализация задания для САПР;
	

	
	4 Наличие геометрических искажений;
	

	
	5 Массы и центры координат расположенны на поверхности элементов;
	

	194 Метод проверки результатов моделирования вибропрочности
	1 Визуальная оценка;
	

	
	2 Оценка повреждений с помощью микроскопа;
	

	
	3 Метод ультразвукового сканирования; 
	

	
	4 Тепловизионное наблюдение;
	

	
	5 Статистический метод;
	

	195 Что описывается  в  ФЗ для САПР (для МКЭ)
	1 Геометрические размеры  моделируемого  изделия;
	

	
	2 Границы, занимаемые элементами,  и  их  массы;
	

	
	3 Точки крепления модуля к условно неподвижному основанию;
	

	
	4 Уровень жесткости в точках крепления;
	

	
	5 Всё перечисленное;
	

	196 Каким свойством обладают точки  изделия  при  вибрации (МКЭ)
	1 Имеют заданную жесткость;
	

	
	2 Перегреваются; 
	

	
	3 Упругой  деформацией;
	

	
	4 Отличаются температурой нагрева; 
	

	
	5 Ничего из вышеперечисленного;
	

	197 От чего зависит точность  моделирования  вибропрочности  изделия
	1 От категории жесткости;
	

	
	2 От сложности моделируемого  изделия;
	

	
	3 От сложности системы крепежа; 
	

	
	4 От площади поверхности;
	

	
	5 Ничего из вышеперечисленного;
	

	198 Для каких систем не требуется выявлять виброустойчивость
	1 Для автомобильных;
	

	
	2 Для настольных; 
	

	
	3 Для авиационных;
	

	
	4 Для небольших;
	

	
	5 Для надёжных;
	

	199 Для чего служат стенды СИТ.
	1 Для исследования термохарактеристик;
	

	
	2 Для выявления некачественных компонентов; 
	

	
	3 Для имитации перевозок  транспортом;
	

	
	4 Для обнаружения неровностей;
	

	
	5 Для контроля качества;
	

	200 Стенды имитации широкополосной случайной вибрации представляют
	1 Систему теплоизлучателей;
	

	
	2 Систему валиков  (СИТ); 
	

	
	3 Систему  оптических датчиков  и  резонаторов;
	

	
	4 Систему шарикоподшипников;
	

	
	5 Систему движущихся магнитных головок;
	

	201 Каким основным свойством должен обладать материал, МПЛ- платы
	1 Малым температурным  коэффициентом  усадки
	

	
	2 Малыми потерями в СВЧ диапазоне
	

	
	3 Малой удельной плотностью  
	

	
	4 Малыми потерями в низко - частотном  диапазоне 
	

	
	5 Малой электромагнитной проницаемостью
	

	202 Какой функцией не обладают элементы  МПЛ- плат
	1 Передача сигнала,  излучение  сигнала
	

	
	2 Фильтрация сигнала
	

	
	3 Ослабление сигнала
	

	
	4 Декодирование сигнала 
	

	
	5 Фазовый сдвиг
	

	203 Какие элементы не используются в качестве ЭРЭ на МПЛ платах 
	1 Резисторы
	

	
	2 Индуктивности
	

	
	3 Тиристоры 
	

	
	4 Емкости
	

	
	5 Транзисторы
	

	204 Что описывается S- матрицами в САПР МПЛ
	1 Геометрические размеры печатной платы
	

	
	2 Геометрические размеры  ЭРЭ
	

	
	3 Задержки распространения сигналов по трассам  
	

	
	4 Электрические параметры БЭ и ЭРЭ 
	

	
	5 Связи с соседними БЭ на плате
	

	205 Как задаются конструктивные параметры при обращении к БЭ (БД МПЛ)
	1 В виде глобальных переменных 
	

	
	2 В виде локальных переменных
	

	
	3 В виде формальных параметров
	

	
	4 В виде фактических параметров
	

	
	5 При обращении к БД конструктивные параметры не задаются
	

	206 Какой этап проектирования МПЛ -  заключительный 
	1 Параметрическая оптимизация 
	

	
	2 Получение УПЛ и КД 
	

	
	3 Кодировка топологии МПЛ
	

	
	4 Создание БД БЭ
	

	
	5 Конструирование МПЛ
	

	207 Какая характеристика не рассчитывается при проектирования МПЛ
	1 АЧХ   ,  т.е.                      (A = F(f))
	

	
	2 ФЧХ    ,  т.е.                     (Ф = F(f))
	

	
	3 Переходная  ,  т.е.            (U =F(t))
	

	
	4 К.С.В.     ,  т.е.                  (коэффициент  стоячей  волны)
	

	
	5 Затухание  сигнала,  т.е.  (З = F(L))
	

	208 Что называется параметрической оптимизацией
	1 Изменение параметров САПР
	

	
	2 Пошаговое изменение топологии  с последующим  получением КД
	

	
	3 Пошаговое изменение топологии с последующим расчетом в САПР 
	

	
	4 Оптимизация МПЛ по критерию цены/ качества
	

	
	5 Пошаговый пересчет электрических параметров.
	

	209 Что отличает проектирование МПЛ от  проектирования  ДПП
	1 Редактирование,  размещение  и  таблица  координат
	

	
	2 Расчет эл.  характеристик и параметрическая оптимизация  
	

	
	3 Контроль и  трансляция
	

	
	4 Создание УПЛ И КД
	

	
	5 Моделирование  и  трассировка
	

	210 В каком диапазоне ПРАМ0.3 обеспечивает качественные результаты 
	1 Ниже 1 ГГц.
	

	
	2 От 4-х  до  20-ти  ГГц.
	

	
	3. До 8 ГГц
	

	
	4 До 16 ГГц..
	

	
	5 Выше 20 ГГц 
	

	211  Для чего используются электронные таблицы?
	1 для хранения текстовых данных
	

	
	2 для работы с графикой
	

	
	3 для создания презентаций
	

	
	4 для хранения, обработки и анализа табличных данных
	

	
	5 для управления электронной почтой
	

	212 Какая иерархия объектов принята в  Excel?
	1 книга, глава, лист, табличные данные
	

	
	2 том, книга, табличные данные
	

	
	3  книга, лист, табличные данные
	

	
	4  лист, книга, табличные данные
	

	
	5 книга, табличные данные
	

	213 Как осуществляется ввод данных в ячейки таблицы в Excel?
	1 вводятся данные, выбирается ячейка
	

	
	2 выбирается ячейка, в нее вводятся данные
	

	
	3 выбирается ячейка, указывается файл с данными
	

	
	4 данные должны быть введены в текстовом файле через «@»
	

	
	5 данные должны быть введены в базе данных MS Access
	

	214 Что такое «список автозаполнения» в  Excel?
	1 список данных, используемых для заполнения столбца повторяющимися данными 
	

	
	2 формула, для расчета значения ячейки
	

	
	3 автозавершение заполнения ячейки
	

	
	4 список форматов данных для столбца
	

	
	5 список формул для столбца
	

	215 Какие форматы данных (ячеек) поддерживает Excel?
	1 текстовый, числовой, денежный и др.
	

	
	2 кириллица, латиница и др.
	

	
	3 рублевый, долларовый и др.
	

	
	4  по левому краю, по центру и др.
	

	
	5 в Excel нет такого понятия
	

	216 Как идентифицируются (нумеруются) строки и столбцы в Excel?
	1 столбцы и строки английскими буквами
	

	
	2 столбцы и строки арабскими цифрами
	

	
	3 столбцы и строки римскими цифрами
	

	
	4 столбцы – заглавными английскими буквами, строки – арабскими цифрами
	

	
	5 столбцы и строки русскими буквами
	

	217 Какие операции можно осуществлять над строками и столбцами в Excel?
	1 переименовать, сравнить с соседним, склеить с соседним
	

	
	2 поменять местами с соседней строкой, поменять местами с соседним столбцом
	

	
	3 вырезать, копировать, вставить, очистить содержимое, добавить, удалить, скрыть, отобразить
	

	
	4 инверсия, конкатенация, двоичная сумма столбцов (строк)
	

	
	5 в Excel операции можно производить только над ячейками таблицы
	

	218 Для чего нужны встроенные функции в Excel?
	1 для авт.  подсчета значений по указанной функции на основе введенных данных
	

	
	2 для управления листами
	

	
	3 для фильтрации данных
	

	
	4 для управления отображением данных
	

	
	5 для импорта данных
	

	219 Выберите тип объекта, вставка которых в ячейки или на лист не поддерживается в Excel?
	1 гиперссылка
	

	
	2 диаграмма
	

	
	3 рисунок
	

	
	4 формула
	

	
	5 SQL-запрос
	

	220 Какие категории встроенных функций есть в Excel?
	1 функции не разделены на категории
	

	
	2 суммы, разности, произведения и т.д.
	

	
	3 для ячейки, для строки, для столбца и т.д.
	

	
	4 текстовые, математические, финансовые, логические, статистические и т.д.
	

	
	5 служебные, внешние, встроенные, подключаемые из внешних библиотек
	

	221 Внутренний язык САПР печатных структур это
	1. язык описания формализованного задания для САПР.
	

	
	2. язык проектных описаний  в  САПР.
	

	
	3. язык программирования на котором пишутся САПР.
	

	
	4. язык представления результатов проектирования.
	

	
	5. язык разметки HTML страниц.
	

	222 Последовательность описания любой информации ПС в языке ЯГТИ следующая
	1. Комплект документов, документ, лист, последовательность абзацев, абзац, координатная информация.
	

	
	2. Комплект документов, документ, последовательность абзацев, абзац, лист, координатная информация.
	

	
	3. Координатная информация, комплект документов, документ, последовательность абзацев, абзац, лист.
	

	
	4. Координатная информация, комплект документов, документ, последовательность абзацев, абзац, лист.
	

	
	5. Комплект документов, документ, последовательность абзацев, абзац, координатная инфор-мация, лист.
	

	223 Последней законченной языковой конструк-цией ЯГТИ является
	1. Документ.
	

	
	2. Лист.
	

	
	3. Абзац.
	

	
	4. Координатная информация.
	

	
	5. Оператор.
	

	224 Таблица кодов СГЭ ЯГТИ  не содержит столбец с названием
	1. Наименование элемента.
	

	
	2. Размер.
	

	
	3. Количество элементов.
	

	
	4. Сверло.
	

	
	5. Код.
	

	225 Сколько параметров включает в себя паспорт листа?
	1. Четыре.
	

	
	2. Пять. 
	

	
	3. Шесть.
	

	
	4. Восемь.
	

	
	5. Десять.
	

	226 При кодировании  на языке ЯГТИ  не кодируется
	1. Документ.
	

	
	2. Паспорт листа.
	

	
	3. Последовательность абзацев.
	

	
	4. Абзац.
	

	
	5. Комплект документов.
	

	227  Таблица кодирования паспорта абзаца в  ЯГТИ включает  параметры
	1. Тип абзаца, № СГЭ, интерполяция, задание координат, ширина линии.
	

	
	2. Тип абзаца, № СГЭ, способ начертания, интерполяция, способ  задание координат, ширина линии.
	

	
	3. № СГЭ, способ начертания, интерполяция, задание координат, № раздела.
	

	
	4. Тип абзаца, способ начертания, задание координат, № раздела, ширина линии.
	

	
	5. Тип абзаца, № СГЭ, интерполяция, задание координат, № раздела, ширина линии.
	

	228  Абзац может быть следующего типа
	1. Линий.
	

	
	2. Дуг.
	

	
	3. Полигональных кривых.
	

	
	4. Графического текста.
	

	
	5. Всё вышеперечисленное.
	

	229  Паспорт абзаца состоит из следующих частей
	1. Начало абзаца, управляющая информация, список линий, конец абзаца.
	

	
	2. Начало абзаца, управляющая информация, список линий.
	

	
	3. Управляющая информация.
	

	
	4. Начало абзаца, список линий, конец абзаца.
	

	
	5. Начало абзаца, управляющая информация.
	

	230  Выберите пример описания паспорта абзаца
	1. Т<Л> Э<102> C<0> И<0> К<A> H<01> Ш<0.3>;
	

	
	2.((  ИЛ<ТГ7.02> МИ<лента> А<150> … KM<плата> Д<1.25>;..........(
	

	
	3. X5 Y5, Y10, X10, X20 Y20 (X10 Y5, Y20  ( 
	

	
	4. И<01> .....  И<02> ….. И<03>
	

	
	5. Здесь нет примера описания паспорта абзаца.
	

	231 Что представляет собой пакет bCAD
	1 инструмент чертёжника-конструктора и дизайнера-художника
	

	
	2 инструмент чертёжника-конструктора
	

	
	3 инструмент дизайнера-художника
	

	
	4 инструмент проектировщика электронных схем
	

	
	5 инструменты чертёжника-конструктора и проектировщика электронных схем
	

	232 Пакет Pro/ENGINEER относится к
	1 обычным графическим редакторам
	

	
	2 графическим САПР “высокого уровня”
	

	
	3 графическим САПР “среднего уровня”
	

	
	4 графическим САПР “низкого уровня”
	

	
	5 системам моделирования электронных схем
	

	233 Какая графическая САПР от отечественного производителя
	1 Pro/ENGINEER
	

	
	2 AutoCAD
	

	
	3 T-FLEX CAD
	

	
	4 все представленные пакеты отечественного производства
	

	
	5 все представленные пакеты зарубежного производства
	

	234 Какая графическая САПР не от отечественного производителя
	1 T-FLEX CAD
	

	
	2 bCAD
	

	
	3 КОМПАС
	

	
	4 СПРУТ
	

	
	5 Pro/ENGINEER
	

	235 Для каких целей используется система КОМПАС
	1 для создания высокоточных чертежей
	

	
	2 для моделирования цифровых сигналов
	

	
	3 для моделирования и управления проектом
	

	
	4 для сложных  разводки печатных плат
	

	
	5 для проектирования цифровых микросхем
	

	236 В чем заключается твердотельное моделирование
	1 в формировании трехмерной модели на основе ее чертежа
	

	
	2 в формировании чертежа на основе ее трехмерной модели
	

	
	3 в моделировании виброустойчивости
	

	
	4 в построении параметрического чертежа
	

	
	5 в моделировании тепловых режимов
	

	237 Для чего параметрическое моделирование в графических САПР 
	1 только для двухмерного моделирования
	

	
	2 только для трехмерного моделирования
	

	
	3 только для твердотельного моделирования
	

	
	4 для двухмерного и трехмерного моделирования
	

	
	5 в графических САПР отсутствует параметрическое моделирование
	

	238 Что не позволяет осуществлять пакет bCAD
	1 создание высоко реалистичных изображений
	

	
	2 создание анимированных изображений
	

	
	3 создание высокоточных чертежей
	

	
	4 создание и модифицирование твердотельных моделей
	

	
	5 формирование текстовых надписей
	

	239  Что такое 

T-FLEX DOCs
	1 дополнение к системе T-FLEX CAD для подготовки печатной документации (оформления чертежей в соответствии с ГОСТами)
	

	
	2 пакет для организации документооборота
	

	
	3 пакет для сложных  математических вычислений
	

	
	4 пакет для моделирования цифровых сигналов
	

	
	5 пакет для моделирования вибропрочности
	

	240 Что не характерно для графических САПР “низкого уровня”
	1 двухмерное моделирование
	

	
	2 твердотельное моделирование
	

	
	3 создание высокоточных чертежей
	

	
	4 создание анимированные изображения
	

	
	5 обладают всеми перечисленными свойствами
	

	241 При изготовлении ПП с металлиз. СО диаметр сверла

зависит от 
	1 шага КС 
	

	
	2 диаметра КП ПО
	

	
	3 ширины трассы
	

	
	4 толщины КП ПО  
	

	
	5 толщины диэлектрика
	

	242 Для каких параметров низкочастотных  ПС установлен ГОСТ 
	1 диаметр КП ПО
	

	
	2 толщины диэлектрика
	

	
	3 диаметр отверстия
	

	
	4 зазора и ширины трассы, шага сетки 
	

	
	5 диаметр отверстия, диаметр КП ПО
	

	243 Какие погрешности надо учитывать при изготовлении печатной платы
	1 погрешность  фотошаблона,  фотопостроителя, платы, технологического контура и сверлильного станка
	

	
	2 погрешности фотошаблона и фотопостроителя
	

	
	3 погрешности технологического контура и сверлильного станка
	

	
	4 погрешности оборудования
	

	
	5 погрешности технологии получения рисунка при проектировании ПП в САПР
	

	244 По какой форм. рассчитывается зазор “трасса-трасса” на  тест-схеме 
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	245 Для  ДПП значения параметров платы устанавливаются 
	1 ГОСТом, при этом КП устанавливается вне узлов сетки
	

	
	2 ГОСТом
	

	
	3 ГОСТом, при этом КП в узлах сетки, шаг КС по осям X,Y имеет разное значение
	

	
	4 ГОСТом, при этом шаг КС по осям X,Y имеет разное значение
	

	
	5 ГОСТом, при этом КП в узлах сетки, шаг КС по осям X,Y имеет одинаковое значение
	

	246 В чем заключается  проблема технологии металлизации СО
	1 в себестоимости используемого материала
	

	
	2 в сверлении сквозных отверстий
	

	
	3 в надежной металлизации сквозных отверстий
	

	
	4 в толщине диэлектрика
	

	
	5 в используемой КП
	

	247 Характеристики печатных плат не включают в себя
	1 размер/форму контактных площадок и проводников
	

	
	2 плотность монтажа [контакт / см2] (5.3 - норма)
	

	
	3 число слоев
	

	
	4 тип внешних разъемов на плате
	

	
	5 шаг сетки
	

	248 По какому показателю    оценивается САПР  ДПП
	1 по количеству слоев в САПР
	

	
	2 по используемому алгоритму размещения элементов
	

	
	3 по используемому алгоритму трассировки
	

	
	4 по плотности трассировки
	

	
	5 по структурной схеме САПР
	

	249 Учитываемые погрешности при расчете по тест- схеме  для САПР ДПП
	1 погрешности технологического контура и сверлильного станка
	

	
	2 погрешности фотошаблона и фотопостроителя
	

	
	3 погрешности фотошаблона, фотопостроителя, платы
	

	
	4 погрешности технологии получения рисунка при проектировании ПП в САПР
	

	
	5 погрешности оборудования
	

	250 Для  полиимидных пленок  в  САПР МКП удалось достичь параметра
	1 Тmin = 0.07 ( 0.05, при этом отверстия химически вытравливаются
	

	
	2 Тmin = 0.07 ( 0.05, при этом отверстия сверлятся 
	

	
	3 Тmin = 0.12 без  применения  переходных  отверстицй
	

	
	4 Тmin = 0.12, при этом отверстия химически вытравливаются
	

	
	5 Тmin = 0.12, при этом отверстия сверлятся
	

	251 При проектировнии какой печатной  структуры использ. БМК?
	1. Многослойная Печатная Плата.
	

	
	2. низкочастотная МикроСБорка.
	

	
	3. Микрополосковое Сверхвысокочастотное Устройство.
	

	
	4. Большая Интегральная Микросхема.
	

	
	5. Акусто-Электронное Устройство.
	

	252 Что предшествует кодированию ФЗ в САПР БИС?
	1. Кодирование соединений между БЭ.
	

	
	2. Логическое моделирование БИС.
	

	
	3. Разложение исходной схемы на БЭ 
	

	
	4. Кодирование  связей  между  ЭРЭ  и  БЭ.
	

	
	5. Конструирование БИС.
	

	253 Какой этап следует за  трансляцией ФЗ  в САПР БИС?
	1. Конструирование БИС.
	

	
	2. Логическое моделирование БИС.
	

	
	3. Кодировка соединений между БЭ.
	

	
	4.  Кодировка соединений между ЭРЭ
	

	
	5. Получение магнитной ленты и  КД
	

	254 Для чего используется полученная в САПР БИС МН?
	1. Для разложения исходной схемы на БЭ.
	

	
	2. Для конструирования БИС.
	

	
	3. Для логического моделирования БИС.
	

	
	4. Для кодировки соединений между БЭ.
	

	
	5. Для управления установкой изготовления  ФШ
	

	255 В САПР БИС проверяется корректность реализованной логики
	1. На этапе логического моделирования.
	

	
	2. На этапе кодирования формализованного задания.
	

	
	3. На этапе конструирования БИС.
	

	
	4. На этапе разложения исходной схемы на БЭ.
	

	
	5. На этапе кодировки соединений БЭ.
	

	256 В САПР БИС положительные результаты моделирования гарантируют успех
	1. Этапа разложения исходной схемы на БЭ.
	

	
	2. Этапа кодировки соединений между БЭ.
	

	
	3. Этапа конструирования.
	

	
	4. Этапа трансляции формализованного задания.
	

	
	5. Этапа получения конструкторской документации.
	

	257 Какое  отличие  САПР БИС от других САПР печатных структур?
	1. Используется БД БЭ.
	

	
	2. Может отсутствовать этап логического моделирования.
	

	
	3. Не существует этапа конструирования БИС.
	

	
	4. На выходе нет управляющей информации для установок  с  ЧПУ
	

	
	5. Трассировка соединений выполняется на двух уровнях: внутри БЭ и между БЭ.
	

	258 Что  представляет  одна  ячейка  в  цифровом  БМК
	1. Минимальная  типовая  законченная  схема
	

	
	2. Набор  нескоммутированных  к-МОР  транзисторов
	

	
	3. Набор  скоммутированных  к-МОР  транзисторов
	

	
	4. Типовая  законченная  печатная  структура
	

	
	5. Большая  монолитная  конструкция
	

	259 Сколько  типовых  ячеек  может  быть  в  цифровом  БМК
	1   от  10  до  1000
	

	
	2   от  500  до  2000
	

	
	3   от  3000  и  более  (верхняя  граница  опред. требованиями  к  кристаллу)
	

	
	4   от  10000   до  500000
	

	
	5  в  цифровом  БМК -  нет  ячеек,  а  одна  схема  БИС
	

	260 Чем  отличается  ячейка  аналогового  от   цифрового   БМК
	1  ничем
	

	
	2  плотностью  упаковки  вентилей
	

	
	3  вместо  вентилей  -  операционные  усилители
	

	
	4  числом  слоев  БИС,  реализуемой  на  основе  данных  БМК
	

	
	5  не  требуется  этапа  размещения  ЭРЭ  и  БЭ
	

	261 Какие участники выделяются в процессе конструирования аппаратуры
	1 тематик, разработчик, конструктор, технолог
	

	
	2 разработчик, конструктор, технолог
	

	
	3 разработчик, конструктор
	

	
	4 разработчик, технолог
	

	
	5 тематик, конструктор, технолог
	

	262 Кто является  ведущим в процессе  создания аппаратуры
	1 конструктор
	

	
	2 технолог
	

	
	3 разработчик
	

	
	4 тематик
	

	
	5 нет монопольного лидерства
	

	263 Какую роль в процессе конструирования аппаратуры играет тематик
	1 контролирует весь процесс, неся полную ответственность за все
	

	
	2 формулирует техническое задание и принимает готовое изделие
	

	
	3 отвечает за соответствие разработки, выбранной теме
	

	
	4 формирует тему разработки
	

	
	5 не участвует
	

	264 Какой состав имеет комплект КД изделия
	1 техническое задание и технологические документы
	

	
	2 только технологические документы
	

	
	3 технологические документы и эксплуатационные документы
	

	
	4 только эксплуатационные документы
	

	
	5 документы  ТО, ИЭ,  ТУ, ПМ, ТБ
	

	265 Какой тип наименования может носить любая единица  РЭА
	1 название  единицы  ЭРЭ, в сочетании с индексом
	

	
	2 децимальный номер
	

	
	3 неформальный идентификатор
	

	
	4 неформальный идентификатор и децимальный номер
	

	
	5 любое название
	

	266 Что означает номер, следующий после знака «-», в децимальном номере 
	1 уровень модульности
	

	
	2 порядковый номер варианта исполнения
	

	
	3 код назначения по классификатору
	

	
	4 количество единиц в модуле
	

	
	5 такая запись не применяется
	

	267 Как составляется неформальный идентификатор любой  единицы  РЭА
	1 строго по классификатору
	

	
	2 используя только цифры и знаки «.» и «-»
	

	
	3 разрешено использовать только буквы
	

	
	4 одна буква в сочетании с цифровым номером
	

	
	5 нет никаких ограничений
	

	268Максимальное количество вариантов исполнения единицы  РЭА
	1 в зависимости от уровня модульности единицы
	

	
	2 в зависимости от назначения аппаратуры
	

	
	3 не более 99 вариантов
	

	
	4 не более 9 вариантов
	

	
	5 не ограничивается
	

	269 Задание подбора параметров элементов при настройке в КД  РЭА
	1 перечнем номиналов параметров
	

	
	2 таблицей с указанием параметров и их номиналов
	

	
	3 таблицей с указанием их номинала и диапазоном подбора
	

	
	4 таблицей с указанием параметров и диапазонов подбора
	

	
	5 в  КД  не задается
	

	270 Какой уровень модульности РЭА является самым крупным
	1 субблок
	

	
	2 комплекс
	

	
	3 шкаф
	

	
	4 прибор
	

	
	5 блок
	

	271 Типы документов,  куда  вносятся  изменения  по  чертежной КД:
	1 оригинал
	

	
	2 копия 
	

	
	3 оригинал и подлинник
	

	
	4 подлинник и копия
	

	
	5 оригинал, подлинник и копия
	

	272 Основные проблемы эффективности  применения САПР  чертежной  КД 
	1 необходимость прохождения твердой копией  всех  фаз контроля на предмет соответствия ГОСТам.
	

	
	2 необходимость снятия с чертежа многократных копий
	

	
	3 проблема  внесения  изменений  в  чертежи  (всех  уровней)  и   МН
	

	
	4 необходимость прохождения традиционным конструкторским чертежом следующих стадий: 1) твердая копия; 2) машинный носитель.
	

	
	5 необходимость прохождения чертежом следующих основных фаз: 1) традиционный конструкторский чертеж; 2) передача в САПР-Т
	

	273 Документ для изменения черт. КД внутри предприятия
	1 извещение
	

	
	2 решение
	

	
	3 ватман
	

	
	4 синька
	

	
	5 калька  
	

	274 Какие фазы прохождения чертежа в САПР после его изготовления?
	1 1) твердая копия; 2) машинный носитель, 3) передача в САПР-Т
	

	
	2 1) традиционный конструкторский чертеж; 2) прохождение трех фаз контроля и согласований, 3) передача в САПР-Т,  4) передача  в  архивы.
	

	
	3 1) прохождение трех фаз контроля; 2) создание многократных копий, 3) передача в  архив.
	

	
	4 1) построение эскиза сечения; 2) задание метода выдавливания и его величины
	

	
	5 1) создание твердой копии; 2) создание многократных копий 3) согласование
	

	275 Какие  группы ГОСТов, которым должна соответствовать черт. КД?
	1 ЕСКД, ЕСПД 
	

	
	2 ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД 
	

	
	3 ЕСКД, ЕСТД,  отраслевые  стандарты
	

	
	4 ЕСТД,  Нормаль "Мороз",  отраслевые  стандарты
	

	
	5 ЕСКД,  ЕСПД
	

	276 Последовательность  изготовления  чертежной  КД.
	1 калька - ватман
	

	
	2 ватман – синька 
	

	
	3 калька - синька
	

	
	4 ватман - калька – синька
	

	
	5 ватман - синька –  калька
	

	277 Целесообразность съема координат с помощью «сколки»
	1 в случаях, когда имеем дело с уникальными чертежами
	

	
	2 в случаях частичной повторяемости фрагментов чертежа
	

	
	3 в случаях, когда необходимо объемное черчение
	

	
	4 в случае использования системы типа Auto Cad
	

	
	5 в случае, когда имеем дело с вращающимися объектами 
	

	278 Стадии прохождения чертежной КД, изготовленной в САПР:
	1 передача в САПР-Т, традиционный конструкторский чертеж
	

	
	2 твердая копия, вторичные  копии,  машинный носитель
	

	
	3 3D конструирование, машинная копия
	

	
	4 «сколка», объемное черчение
	

	
	5 различные станки с ЧПУ, различные фотоустройства
	

	279 Документ для изменения в черт. КД между предприятиями
	1 оригинал
	

	
	2 авторский экземпляр
	

	
	3 центральный архив
	

	
	4 карточка  решения 
	

	
	5 «сколка»
	

	280
	
	

	281  Что обеспечивает пакет СМОГ
	1 вывод проекций трехмерной фигуры на графопостроитель
	

	
	2 построение трехмерной фигуры
	

	
	3 послойное  2D- рисование трехмерной фигуры
	

	
	4 вывод проекций двухмерной фигуры
	

	
	5 построение двухмерной фигуры
	

	282  Что обеспечивает пакет SPACE
	1 построение трехмерной фигуры
	

	
	2 послойное рисование трехмерной фигуры
	

	
	3 вывод проекций трехмерной фигуры
	

	
	4 послойное рисование двухмерной фигуры
	

	
	5 вывод проекций двухмерной фигуры
	

	283  Рисование объемной фигуры в СМОГ выполняется
	1 по принципу каркасной сетки
	

	
	2 по принципу набора строк
	

	
	3 по принципу каркасных параллельных  линий 
	

	
	4 по принципу регламентированной таблицы
	

	
	5 по принципу языка программирования Фортран
	

	284 В виде модулей какого языка организован пакет СМОГ
	1 Фортран
	

	
	2 Кобол
	

	
	3 Ада
	

	
	4 Бейсик
	

	
	5 Ассемблер
	

	285  Что такое "набор граней" в  пакете  SPACE
	1 описание поверхности  3D- тела  вращения
	

	
	2 файл,  хранящий  объемные фигуры, с  которым  работают  как  с  переменной
	

	
	3  грани  тела  вращения  типа  "цилиндр"
	

	
	4 массив,  хранящий  координаты  каркасной  сетки  3D,  с  которым оперируют  как  с матрицей
	

	
	5 ребра  3D- поверхности,  описанные  направленным  графом
	

	286  Что, кроме сложности фигуры, влияет на скорость при работе в SPACE
	1 число граней или густота сетки
	

	
	2 переприсваивание
	

	
	3 процедура сдвига или масштабирования
	

	
	4 проецирование
	

	
	5 только сложность фигуры
	

	287  Может ли  переменная  в SPACE  означать 3D- объект
	1 не может
	

	
	2 может,  эта  переменная   типа  "набор граней"
	

	
	3 может,  эта  переменная   типа  "реляционная база"
	

	
	4 может,  эта  переменная    типа  "трехмерный  массив"
	

	
	5 в  SPACE  нет  такого  понятия
	

	288 Можно ли с наборами граней в  SPACE  выполнять булевы операции
	1 нельзя
	

	
	2 можно,  т.к. набор граней - это  реляционная  база
	

	
	3 можно,  т.к. набор граней - это  переменная  такого  типа
	

	
	4 можно,  т.к. набор граней - это  "дерево КД"
	

	
	5 в  SPACE  нет  такого  понятия
	

	289  На какую плоскость выполняются все проекции  в пакете SPACE
	1 X0Y
	

	
	2 XYZ
	

	
	3 XZY
	

	
	4 Y0X
	

	
	5 Y0Z
	

	290 Какая основная система координат в пакете СМОГ
	1 Полярная
	

	
	2 Цилиндрическая
	

	
	3 Декартова
	

	
	4 Сферическая
	

	
	5 Эллиптическая
	

	291  Для чего используются MathCAD, Pspice, FilterCAD и подобные им.
	1  ввод Э3 (схем электрических принципиальных)
	

	
	2 анализ электронных  схем
	

	
	3  проектирование печатных структур
	

	
	4  чертежная КД
	

	
	5  технологическая подготовка производства.
	

	292  Для чего используются  "Гибрид-2", ПРАМ-0.3, EAGLE и подобные им.
	1  ввод Э3 (схем электрических принципиальных)
	

	
	2  анализ функциональных  схем
	

	
	3  проектирование  печатных структур
	

	
	4  проектирование  чертежной КД
	

	
	5  технологическая подготовка производства.
	

	293 Для  чего  используются  bCAD,  COMPAS,  T-FlexCAD и подобные им.
	1  ввод Э3 (схем электрических принципиальных)
	

	
	2 анализ схем  и конструкций
	

	
	3  проектирование печатных структур
	

	
	4  проектирование  чертежной КД
	

	
	5  технологическая подготовка производства.
	

	294 Можно ли использовать OrCAD и PCAD на этапах ввода Э3 
	1 Да
	

	
	2 Нет
	

	
	3 Можно только PCAD
	

	
	4 Можно только OrCAD
	

	
	5 Можно обе, но только на этапе ввода  цифровых схем
	

	295 В каком пакете рассчитываются  тепловые  режимы  РЭА 
	1 ПРАМ-9
	

	
	2 AutoCAD
	

	
	3 COMPAS
	

	
	4 OrCAD
	

	
	5 PCAD
	

	296 Какая  организационная структура  САПР-К  мало использовалась в РФ
	1  на одном компьютере  — одно БПО и один проектант
	

	
	2  на одном компьютере  — несколько БПО и один проектант
	

	
	3  на каждом компьютере  — одно БПО и один проектант, но все они объединены в единое специализированное конструкторское бюро (КБ) с общей БД.
	

	
	4  каждое специализированное КБ с единственным БПО и общей БД, объединены сетью в единое предприятие по проектированию;
	

	
	5  над проектом работают несколько предприятий или фирм, обмениваясь результатами в процессе проектирования по корпоративной сети
	

	297 БД какого типа  создается до начала проектирования  в  САПР


	1   БД первичных элементов
	

	
	2   БД вторичных элементов
	

	
	3   БД конструкторской документации
	

	
	4   Все вышеперечисленные
	

	
	5  Ни одна
	

	298 Для  чего  нужна   БД КД  в  САПР-К


	1  для поискового проектирования
	

	
	2  для ведения КД, поиска информации, связи с ТПП 
	

	
	3  для связи с ТПП и первичных расчетов
	

	
	4  для первого и второго
	

	
	5  для  ведения  текстовых документов  и документооборота
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